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요약

열처리장치는 처리용기(28)와, 처리용기(28)내에 배치되어 피처리체(W)를 다단으로 지지하는 피처리체 보트(30)를 

가지고 있다. 조작자가 예를 들어 입력조작부(18)로부터 원하는 작업식별기호 J1∼Jh를 입력하면, 이 작업식별기호로

특정되는 작업 레시피를 통해 레이아웃 프로그램과 프로세스 프로그램이 각각 레이아웃 기억부(16)와 프로세스 기억

부(14)로부터 읽어 내어, 이들이 작업 레시피로 나타낸 시계열의 순서대로 차례로 실행된다. 이에 따라, 작업식별기호

를 선택하는 것만으로 각종 레이아웃 프로그램과 프로세스 프로그램의 조합을 선택할 수 있다.

대표도

도 2

명세서

기술분야
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본 발명은, 반도체 웨이퍼 등의 피처리체에 대하여 소정의 열처리 및 화학/물리적 처리를 실시하는 열처리장치 및 열

처리방법에 관한 것이다.

배경기술

일반적으로, 반도체 집적회로를 제조하기 위해서는 실리콘 기판 등으로 된 반도체 웨이퍼에 대하여, 성막(成膜)처리, 

에칭처리, 산화처리, 확산처리, 개질(改質)처리 등의 각종의 열처리가 이루어진다. 이들 열처리를 종형의 소위 배치식

(batch-type)의 열처리장치로 행할 경우에는, 먼저, 반도체 웨이퍼를 복수 매, 예를 들면 25장정도 수용할 수 있는 카

세트에서, 반도체 웨이퍼를 종형의 웨이퍼 보트(wafer boat)로 옮겨 실어 여기에 다단으로 지지시킨다. 이 웨이퍼 보

트는, 큰 것으로 예를 들면 최대 150장 정도의 웨이퍼를 얹어 놓을 수 있다. 또한, 가스의 흐름을 균일화시키거나, 혹

은 높이 방향의 온도프로파일(temperature profile)을 조정하기 위해서, 필요에 따라 소정 위치에 제품웨이퍼와는 다

른 더미웨이퍼를 지지시킨다.

이렇게 각종 웨이퍼를 다단으로 지지한 상태에서 웨이퍼 보트는, 진공흡인할 수 있도록 이루어진 처리용기 내에 그 

아래쪽으로부터 반입(로드)되어, 처리용기 내를 기밀하게 유지한다. 그리고, 미리 작성되어 있는 프로세스 프로그램(p

rocess program)을 실행하여, 처리가스의 유량, 프로세스압력, 프로세스온도 등의 각종 프로세스조건을 상기 프로세

스 프로그램에 따라 제어하면서 소정의 열처리를 실시하게 된다.

이 경우, 처리의 종류, 처리시의 제품웨이퍼의 매수 등에 따라, 어떠한 배열로 웨이퍼를 웨이퍼 보트에 지지시킬 것인

지, 혹은 더미웨이퍼는 어떤 위치에 배치할 것인지, 또는 카세트 내에 지지되어 있는 웨이퍼에 흠집이 존재할 경우에

는, 웨이퍼 보트를 옮겨 실을 때에 그 흠집위치에 대해서는, 더미웨이퍼를 삽입할 것인지 말 것인지, 혹은 그대로 흠집

위치를 비워 둘 것인지 말 것인지, 등의 웨이퍼의 레이아웃(배치상태)에 관한 레이아웃 프로그램을 열처리에 앞서 지

시해야만 한다. 또한, 물론, 열처리에 대응하는 프로세스 프로그램을 미리 지시해야만 한다.

그런데, 상기한 종래의 열처리장치에 있어서는, 조작자가 레이아웃 프로그램을 특정하는 기호(記號)와 프로세스 프로

그램을 특정하는 기호(記號)의 두 종류의 기호를 입력하지 않으면 안되고, 특히, 각각의 기호의 종류가 많은 경우에는,

입력하는 기호를 틀려 버릴 경우가 생긴다고 하는 문제가 있었다.

발명의 상세한 설명

본 발명은, 이러한 점을 고려하여 이루어진 것으로서, 레이아웃 프로그램과 프로세스 프로그램의 조합을 간단한 조작

으로 선택가능하게 할 수 있는 열처리장치 및 열처리방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

본 발명은, 처리용기와, 처리용기내에 배치되어, 복수의 피처리체를 소정의 위치에 다단으로 얹어 놓는 피처리체 보

트와, 상기 복수의 피처리체를 상기 피처리체 보트에 다른 레이아웃상태로 얹어 놓는 동시에, 각각이 특정의 레이아웃

식별기호를 가진 복수의 레이아웃 프로그램(layout program)을 포함하는 레이아웃 기억부와, 상기 피처리체에 다른 

열처리를 실시하기 위해서, 프로세스조건이 상이함과 동시에, 각각이 특정의 프로세스 식별기호를 가지는 복수의 프

로세스 프로그램 (process program)을 포함한 프로세스 기억부와, 상기 복수의 레이아웃 프로그램의 각각에 대응하

는 레이아웃 식별기호와 상기 복수의 프로세스 프로그램의 각각에 대응하는 프로세스 식별기호 중에서 임의의 레이

아웃 식별기호와 프로세스 식별기호를 선택하여, 이들을 실행해야 할 순서대로 시계열적(時系列的)으로 나열함과 동

시에, 각각이 특정의 작업 식별기호(job identification code)를 가진 복수의 작업 레시피(job recipe)를 포함한 작업 

레시피 기억부와, 상기 작업 식별기호가 외부로부터 입력됨으로써, 대응하는 작업 레시피를 통해 특정되는 상기 레이

아웃 프로그램 및 상기 프로세스 프로그램을 실행하도록 제어하는 제어유니트를 구비한 것을 특징으로 하는 열처리

장치이다.

이에 따라, 조작자가, 예를 들어 입력조작부로부터 원하는 작업 식별기호를 입력하는 것만으로, 이 작업 식별기호로 

특정되는 레이아웃 프로그램과 프로세스 프로그램을 레이아웃 기억부와 프로세스 기억부에서 읽어 내어, 이들을 작업

레시피로 나타낸 시계열의 순서로 차례로 실행하게 되고, 따라서, 작업 식별기호를 선택하는 것만으로 여러 가지 레

이아웃 프로그램과 프로세스 프로그램의 조합을 선택할 수 있으며, 더구나, 입력 오류의 발생도 억제할 수 있다.

본 발명은, 상기 작업 레시피 기억부는, 1개 혹은 복수개의 프로세스 식별기호를 가진 작업 레시피를 포함하는 것을 

특징으로 하는 열처리장치이다.

본 발명은, 상기 작업 레시피 기억부는, 1개 혹은 복수개의 레이아웃 식별기호를 가진 작업 레시피를 포함하는 것을 

특징으로 하는 열처리장치이다.
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본 발명은, 상기 처리용기는 하단이 개방된 종형의 처리용기인 것을 특징으로 하는 열처리장치이다.

본 발명은, 제어유니트에 작업 식별기호가 입력조작부에 의해 입력되는 것을 특징으로 하는 열처리장치이다.

본 발명은, 피처리체 보트에 지지된 피처리체를 처리용기내에 도입하여 소정의 열처리를 실시하는 열처리방법에 있

어서, 서로 다른 레이아웃상태에서 상기 피처리체를 얹어 놓는 동시에, 각각이 특정의 레이아웃 식별기호를 가진 복

수의 레이아웃 프로그램을 미리 레이아웃 기억부에 기억시키는 공정과, 열처리를 위한 프로세스조건이 상이함과 동

시에, 각각이 특정의 프로세스 식별기호를 가진 복수의 프로세스 프로그램을 미리 프로세스 기억부에 기억시키는 공

정과, 상기 복수의 레이아웃 프로그램의 각각에 대응하는 레이아웃 식별기호와 상기 복수의 프로세스 프로그램의 각

각에 대응하는 프로세스 식별기호 중에서 임의의 레이아웃 식별기호와 프로세스 식별기호를 선택하여, 이들을 실행

해야 할 순서대로 시계열적으로 나열시키는 동시에, 각각이 특정의 작업 식별기호를 가진 복수의 작업 레시피를 미리

작업 레시피 기억부에 기억시키는 공정과, 작업 식별기호를 외부로부터 입력시킴으로써, 대응하는 작업 레시피를 통

해 특정되는 상기 레이아웃 프로그램에 기초한 레이아웃 상태로 피처리체를 피처리체 보트에 얹어 놓아 처리용기내

에 도입하고, 또한 상기 작업 레시피를 통해 특정되는 프로세스 프로그램에 기초한 프로세스조건으로 피처리체를 열

처리하는 것을 특징으로 하는 열처리방법이다.

도면의 간단한 설명

도 1은, 본 발명에 관한 열산화(熱酸化) 장치의 일례를 나타낸 구성도이다.

도 2는, 본 발명의 열처리장치의 제어계를 나타낸 블록도이다.

도 3은, 프로세스 기억부내의 기억내용을 나타낸 도면이다.

도 4는, 레이아웃 기억부내의 기억내용을 나타낸 도면이다.

도 5는, 작업 레시피 기억부내의 기억내용을 나타낸 도면이다.

도 6은, 웨이퍼 보트에 놓여지는 웨이퍼의 레이아웃의 형태를 나타낸 도면이다.

실시예

이하, 본 발명에 관한 열처리장치 및 열처리방법의 하나의 실시예를 첨부도면에 기초하여 상술한다.

도 1은 본 발명에 관한 열산화 장치의 일례를 나타낸 구성도, 도 2는 본 발명의 열처리장치의 제어계를 나타낸 블록도

, 도 3은 프로세스 기억부내의 기억내용을 나타낸 도면, 도 4는 레이아웃 기억부내의 기억내용을 나타낸 도면, 도 5는

작업 레시피 기억부내의 기억내용을 나타낸 도면, 도 6은 웨이퍼 보트에 놓여지는 웨이퍼의 레이아웃의 형태를 나타

낸 도면이다.

이 열처리장치(22)는, 내통(inner tube)(24)과 외통(outer tube)(26)으로 이 루어진 석영제의 2중관 구조의 종형의 

소정 길이의 처리용기(28)를 가지고 있다. 상기 내통(24)내의 처리공간(S)에는, 피처리체를 유지하기 위한 피처리체 

보트로서의 석영제의 웨이퍼 보트(30)가 수용되어 있고, 이 웨이퍼 보트(30)에는 피처리체로서의 반도체 웨이퍼(W)

가 소정의 피치로 다단으로 유지된다. 한편, 이 웨이퍼 보트(30)에는, 후술하는 바와 같이 더미웨이퍼 등도 유지된다.

이 처리용기(28)의 아래쪽을 개폐하기 위해서 캡(cap)(32)이 설치되고, 여기에는 자성유체시일(magnetofluid seal)(

34)을 통해 관통하는 회전축(36)이 설치된다. 그리고, 이 회전축(36)의 상단에 회전테이블(38)이 설치되어, 이 테이

블(38)상에 보온통(40)을 설치하고, 이 보온통(40)상에 상기 웨이퍼 보트(30)를 얹어 놓고 있다. 그리고, 상기 회전축

(36)은 승강가능한 보트 엘레베이터(42)의 아암 (arm)(44)에 부착되어 있고, 상기 캡(32)이나 웨이퍼 보트(30) 등과 

일체적으로 승강할 수 있게 되어 있으며, 웨이퍼 보트(30)는 처리용기(28)내에 그 아래쪽에서 끼우고 뺄 수 있도록 되

어 있다. 한편, 웨이퍼 보트(30)를 회전시키지 않고 이것을 고정상태로 하여도 좋다.

상기 처리용기(28)의 하단개구부는, 예를 들면 스텐레스제의 매니폴드 (manifold)(46)가 접합되어 있고, 이 매니폴드

(46)에는, 여러 가지 필요한 가스를 처리용기(28)내로 도입하기 위한 복수의, 도시한 예에서는 3개의 가스 노즐(48A,

48B, 48C)이 관통하여 설치되어 있다. 그리고, 각 가스 노즐(48A∼48C)에는 가스공급계(gas supply system)(50A, 

50B, 50C)가 접속되는 동시에, 각 가스공급계(50A∼50C)에는 가스유량을 제어하는, 예를 들면 질량유량제어기(ma

ss flow controller )와 같은 유량제어기(52A, 52B, 52C)가 끼워 설치되어 있다. 여기서는 3개의 가스 노즐(48A∼48
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C)을 설치하였지만, 필요에 따라 가스 노즐의 수는 증감할 수 있음은 물론이다.

그리고, 상기 각 가스 노즐(48A∼48C)로부터 공급된 각 가스는, 내통(24)내의 처리공간(S)인 웨이퍼의 수용영역을 

상승하여 천정부(天井部)에서 아래쪽으로 돌아가고, 그리고 내통(24)과 외통(26)의 간극 내를 흘러 내려 배출되게 된

다. 또한, 외통(26)의 바닥부 측벽에는, 배기구(54)가 설치되어 있고, 이 배기구(54)에는, 배기로(56)에 압력제어밸브

(58)와 진공펌프(60)를 끼워 설치하여 이루어지는 진공배기계(evacuating system)(52)가 접속되어 있어, 처리용기(

28)내를 진공흡인하도록 되어 있다.

또한, 처리용기(28)의 바깥둘레에는, 단열층(64)이 형성되어 있으며, 이 안쪽에는, 가열수단으로서 가열 히터(66)가 

설치되어 안쪽에 위치하는 웨이퍼(W)를 소정 온도로 가열하도록 되어 있다.

여기서, 처리용기(28)의 전체의 크기는, 예를 들면 열처리해야 할 웨이퍼(W)의 사이즈를 8인치, 웨이퍼 보트(30)에 

유지되는 웨이퍼 매수를 150매 정도(제품웨이퍼를 130매 정도, 더미웨이퍼 등을 20매 정도)로 하면, 내통(24)의 지

름은 약 260∼270mm정도, 외통(26)의 지름은 약 275∼285mm정도, 처리용기(28)의 높이는 약 1280mm 정도이다.

한편, 도 1에서, 부호 68은 캡(32)과 매니폴드(46)의 사이를 밀봉하는 O 링 등의 시일부재(sealing member)이고, 부

호 70은 매니폴드(46)와 외통(26)의 하단부 의 사이를 밀봉하는 0 링 등의 시일부재이다.

또한, 상기 처리용기(28)의 아래쪽에는, 상기 웨이퍼 보트(30)에 대하여 웨이퍼(W) 등을 옮겨 싣거나, 여기서 꺼내기 

위한 웨이퍼 이재기구(wafer transfer mechanism)(82)가 설치된다. 이 웨이퍼 이재기구(82)는, 예를 들면 볼나사(ba

ll screw)에 의해 상하방향으로 이동되는 이재아암(84)을 가지고 있으며, 이 이재아암 (84)에, 이 아암(84)을 따라 슬

라이드이동 및 선회(旋回)이동할 수 있도록 포크 헤드(fork head)(86)를 설치하고 있다. 그리고, 이 포크 헤드(86)로

부터 복수개, 도시한 예에서는 5개의 포크(88)를 연속으로 두고, 이 포크(88)에 의해, 한번에 최대 5매의 웨이퍼(W) 

등을 웨이퍼 보트(30)에 대하여 옮겨 실을 수 있도록 되어 있다.

다음에, 도 2를 참조하여 이 열처리장치의 제어계에 대하여 설명한다.

도 2에 있어서, 열처리장치의 제어계는 컴퓨터의 중앙연산부 등의 제어유니트(2)를 가지고 있다. 이 제어유니트(2)로

부터 이어지는 버스(bus)(4)에는, 열처리장치의 가열히터(66) 등을 제어하는 히터제어부(6)와, 웨이퍼 보트(30)의 승

강 동작인 로드·언로드 등을 행하는 보트 엘리베이터(boat elevator)(42)나 웨이퍼 보트(30)에 대하여 웨이퍼의 옮

겨 싣기·꺼내기를 행하는 웨이퍼 이재기구(82) 등을 제어하는 기구제어부(mechanism controller)(8)와, 처리가스의

공급·유량을 컨트롤하는 유량제어기(52A∼52C) 등을 제어하는 가스제어부(10)와, 처리용기(28)내의 압력을 컨트

롤하는 압력제어밸브(58) 등을 제어하는 압력제어부(12)와, 각종 다른 프로세스를 행하기 위해서 복수의 프로세스 프

로그램이 기억되어 있는 프로세스 기억부(14)와, 웨이퍼 보트(30)에 대한 웨이퍼배치의 각종 레이아웃상태를 실현하 

기 위해서 실행되는 복수의 레이아웃 프로그램을 기억하는 레이아웃 기억부(16)와, 상기 레이아웃 프로그램의 레이아

웃 식별기호와 프로세스 프로그램의 프로세스 식별기호를 각각 조합하여 실행해야 할 순서대로 시계열적으로 나열시

킨 복수의 작업 레시피를 기억하는 작업 레시피 기억부(72)가 각각 접속되어 있다. 한편, 상기 프로세스 기억부(14), 

레이아웃 기억부(16) 및 작업 레시피 기억부(72)는, 동일한 2차 기억부, 예를 들면 하드디스크(74)내에 형성된다.

그리고, 더욱 이 버스(4)에는, 터치 패널이나 키보드 등으로 이루어진 입력조작부(18)와, 이 장치전체의 동작을 제어

하는 제어유니트(2)가 접속되어 있다. 또한, 각종 제어지령이 호스트 컴퓨터(host computer)(20)측에서 입력되는 경

우도 있다. 한편, 상기 각 제어부는 대표적인 것을 예시한 것으로, 실제로는 상기 버스(4)에는 더욱 여러 제어부가 접

속된다.

여기서 상기 각 기억부(14, 16, 72)의 각 기억내용에 대하여 설명한다.

우선, 프로세스 기억부(14)에는, 도 3에도 나타낸 바와 같이 실제로 열처리(프로세스)를 실행하기 위한 각종 프로세스

프로그램과 그것을 식별하기 위한 프로세스 식별기호가 기억되어 있다. 도 3에서는 전부 m개(m: 양의 정수)의 프로

세스 프로그램이 기억되어 있고, 각각에 P1∼Pm의 프로그램식별기호가 붙어 있다. 예를 들면, 프로세스 프로그램 1

은 성막처리 1을 행하는 프로그램, 프로세스 프로그램 2는 성막처리 2를 행하는 프로그램, 프로세스 프로그램 3은 성

막처리 3을 행하는 프로그램, 프로세스 프로그램 4는 체크처리(checking process)를 행하는 프로그램, 프로세스 프

로그램 5는 시즈닝처리(seasoning process)를 행하는 프로그램, 및 프 로세스 프로그램 6은 클리닝처리(cleaning pr

ocess)를 행하는 프로그램이다.

상기 각 프로세스 프로그램에는, 사용하는 가스종류, 가스유량, 프로세스온도, 프로세스압력, 프로세스시간 등의 각종

프로세스조건도 부가되어 있다. 상기 성막처리 1∼3은, 예를 들면 각각 다른 종류의 막을 웨이퍼상에 퇴적(堆積)시키

는 처리를 한다. 상기 체크처리는, 특히, 성막처리 등을 실제로 행하기 전에, 가열 히터(66), 유량제어기(52A∼52C), 

압력제어밸브(58) 등이 정상적으로 동작하는지의 여부를 체크하는 처리이다.
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상기 시즈닝처리는, 예컨대 클리닝처리의 직후 등에 이루어지는 처리로서, 실제로 웨이퍼에 막을 퇴적시키기 전에, 

처리용기(28)내에 성막용의 가스를 흘려 같은 막종류를 처리용기(28)의 내면 등에 부착시켜 처리용기(28)내의 환경

을 안정화시키기 위한 처리이다.

상기 클리닝처리는, 처리용기(28)의 내면이나 웨이퍼 보트(30)의 표면에 부착하고 있는 불필요한 막을 제거하는 처리

이다.

여기서 나타낸 열처리의 종류는, 단지 일례를 나타낸 것에 지나지 않고, 그 외에 예를 들면 산화확산처리, 에칭처리, 

개질(改質)처리, 어닐처리(annealing process) 등의 각종 열처리를 할 수 있다.

다음에, 레이아웃 기억부(16)에는, 도 4 및 도 6에도 나타낸 바와 같이, 웨이퍼를 웨이퍼 보트(30)로 옮겨 실을 때에 

소정의 레이아웃상태를 실현하기 위한 각종 레이아웃 프로그램과 그것을 식별하기 위한 레이아웃 식별기호가 기억되

어 있다. 도 4에서는 전부로 n개(n: 양의 정수)의 레이아웃 프로그램이 기억되어 있고, 각각에 L1 ∼ Ln의 레이아웃 

식별기호가 붙어 있다. 상기 각 레이아웃 프로그램은, 각각 서로 다른 레이아웃상태를 실현하게끔 웨이퍼 보트(30)에 

웨이퍼를 얹어 놓도록 되어 있다.

예를 들면, 레이아웃 프로그램 1은, 도 6(A)에 나타낸 바와 같은 레이아웃 1의 재치상태를 실현하는 것이다. 도 6(A)

에 나타낸 레이아웃 1은 웨이퍼 보트(30)의 상·하단에, 복수 매, 도시한 예에서는 각각 5장의 더미웨이퍼(DW)를 얹

어 놓고, 중앙부에 제품 웨이퍼(W)를 얹어 놓는 형태이고, 이것을 중간 로딩(middle loading)이라 한다. 또한, 레이아

웃 프로그램 2는, 도 6(B)에 나타낸 바와 같은 레이아웃 2의 재치상태를 실현하는 것이며, 웨이퍼 보트(30)의 하단측

에 더미웨이퍼(DW)를 복수 매, 도시한 예에서는 10장 얹어 놓고, 이보다 위쪽에는 모두 제품웨이퍼(W)를 위를 채운 

상태로 얹어 놓는 형태이고, 이것을 상부 로딩(upper loading )이라 칭한다.

또한, 레이아웃 프로그램 3은, 도 6(C)에 나타낸 바와 같은 레이아웃 3의 재치상태를 실현하는 것이며, 웨이퍼 보트(3

0)의 상단측에 더미웨이퍼(DW)를 복수 매, 도시한 예에서는 10장 얹어 놓고, 이것보다 아래쪽에는 모두 제품웨이퍼(

W)를 아래를 채운 상태로 얹어 놓는 재치형태이고, 이것을 하부 로딩(lower loading)이라 칭한다.

또한, 레이아웃 프로그램 4는, 도 6(D)에 나타낸 바와 같은 레이아웃 4의 재치상태를 실현하는 것이며, 이것은, 도 6(

A)에 나타낸 중간 로딩 상태의 변형을 나타내고 있다. 즉, 웨이퍼를 반송하여 나가는, 예를 들어 25매가 수용된 카세

트내 에는, 항상 웨이퍼가 가득 놓여져 있다고는 할 수 없고, 부분적으로 빠짐, 소위 이빨이 빠진 것과 같은 상태가 되

고 있는 경우도 있다. 이러한 경우에는, 그 이빨이 빠진 것과 같은 부분을 그대로의 상태로 하여(웨이퍼를 채우지 않

고), 이 상태에서 모든 웨이퍼를 웨이퍼 보트(30)에 옮겨 싣는다. 따라서, 도 6(D)에 나타낸 바와 같이, 웨이퍼 보트(3

0)에는 부분적으로 웨이퍼를 얹어 놓지 않는 빈 부분(80)이 발생하고 있다. 이러한 재치형태를 중간로딩변형 1(first 

modified middle loading)이라 칭한다.

또한, 레이아웃 프로그램 5는, 도 6(E)에 나타낸 바와 같은 레이아웃 5의 재치상태를 실현하는 것이며, 이것은 도 6(D

)에 나타낸 빈 부분(80)에 더미웨이퍼 (DW)를 얹어 놓도록 되어 있다. 이러한 재치형태를 중간로딩변형 2(second m

odified middle loading)라 한다.

상기 각 재치형태는, 단지 일례를 나타낸 것에 지나지 않고, 더욱 여러 가지 다른 재치형태를 실현하기 위한 다수의 

레이아웃 프로그램이 이 레이아웃 기억부 (16)에 기억되어 있다.

다음에, 본 발명의 특징으로 하는 작업 레시피 기억부(72)에는, 도 5에 나타낸 바와 같이, 상기 레이아웃 식별기호와 

상기 프로세스 식별기호 중에서 임의의 레이아웃 식별기호와 프로세스 식별기호를 선택하여, 이들을 실행해야 할 순

서로 시계열적으로 나열시킨 복수의 작업 레시피가 기억되어 있다.

도 5에서는, 전부 h개(h: 양의 정수)의 작업 레시피가 기억되어 있고, 각각 J1 ∼ Jh의 작업 식별기호가 붙어 있다. 예

를 들면, 작업 식별기호 J1의 작업 레 시피는 'L1 →P1'이기 때문에, 이 순서에 따라서, 웨이퍼 재치와 프로세스를 행

하는 것을 의미한다. 이들 작업 레시피는, 도 3에 나타낸 프로세스 프로그램과 도 4에 나타낸 레이아웃 프로그램을 1

개 혹은 복수개씩을 선택하여, 원하는 시계열적인 순서로 조합하고, 상기 작업 레시피 기억부(72)에 작업식별기호와 

같이 기억시켜 두면 된다.

다음에, 이상과 같이 구성된 본 발명의 열처리장치를 사용하여 이루어지는 본 발명방법에 대하여 설명한다.

우선, 조작자에게는, 실행하고 싶은 웨이퍼의 레이아웃상태 및 실행해야 할 프로세스가 미리 판명되어 있기 때문에, 

그 조합에 대응하는 작업 식별기호를, 도 2에 나타낸 입력조작부(18)로부터 입력한다. 이 경우, 이 작업 식별기호를 

호스트 컴퓨터(20)측에서 조작자가 입력하는 경우도 있다.
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그렇게 하면, 제어유니트(2)는, 그 입력된 작업 식별기호로부터 대응하는 작업 레시피를 작업 레시피 기억부(72)로부

터 읽어 내고, 이 내용을 해석한다. 이 해석의 결과, 제어유니트(2)는, 작업 레시피에 특정되어 있는 순서로 레이아웃 

프로그램 혹은 프로세스 프로그램을 차례로 실행시켜 가게 된다.

예를 들면 조작자가, 작업 식별기호로서 'J1'를 입력한 경우에는, 이 작업 레시피는 'L1 →P1'을 내용으로 하기 때문에

, 웨이퍼 이재기구(82)가 구동하여 도 6(A)에 나타낸 레이아웃 1과 같이 제품웨이퍼(W)와 더미웨이퍼(DW)를 웨이퍼

보트 (30)에 옮겨 싣고, 그리고, 이 웨이퍼 보트(30)를 상승시켜 처리용기(28)내로 웨이퍼를 로드하여, 프로세스 프로

그램 1을 실행하게 된다. 한편, 이하와 같이 웨이퍼 의 이재에 대해서는 이 웨이퍼이재기구(82)가 동작한다.

또한 마찬가지로, 작업 식별기호로서 'J2'를 입력한 경우에는, 작업 레시피는 'L2 →P3'을 내용으로 하기 때문에, 도 6

(B)에 나타낸 레이아웃 2와 같이 제품웨이퍼(W)와 더미웨이퍼(DW)를 웨이퍼 보트(30)에 옮겨 실어, 프로세스 프로

그램 3을 실행하게 된다.

또한, 마찬가지로, 작업 식별기호로서 'J3'를 입력한 경우에는, 작업 레시피는 'L3 →P1 →P2 →P3'을 내용으로 하기 

때문에, 도 6(C)에 나타낸 레이아웃 3과 같이 제품웨이퍼(W)와 더미웨이퍼(DW)를 웨이퍼 보트(30)에 옮겨 실어, 프

로세스 프로그램 1, 프로세스 프로그램 2 및 프로세스 프로그램 3을 차례로 실행하게 된다. 이와 같이, 프로세스 프로

그램을 복수회, 예컨대 3회 연속하여 실행하는 것과 같은 처리형태는, 예를 들면 산화막·질화막·산화막의 적층구조

와 같은 다층막 구조를 차례로 형성하는 경우 등에 사용된다.

또한 마찬가지로, 작업 식별기호로서 'J4'를 입력한 경우에는, 작업 레시피는 'P4 →L2 →P2 →P1'을 내용으로 하기 

때문에, 처리용기(28)내가 빈 상태로 프로세스 프로그램 4인 체크처리를 실행하여 열처리장치의 각 구성부품이 정상

적으로 동작하는지의 여부를 확인하여, 정상동작을 확인할 수 있으면, 도 6(B)에 나타낸 레이아웃 2와 같이 제품웨이

퍼(W)와 더미웨이퍼(DW)를 웨이퍼 보트(30)에 옮겨 실어, 프로세스 프로그램 2 및 프로세스 프로그램 1을 차례로 실

행하게 된다.

또한, 마찬가지로, 작업 식별기호로서 'J5'를 입력한 경우에는, 작업 레시피는 'L4 →P3 →P6'을 내용으로 하기 때문

에, 도 6(D)에 나타낸 레이아웃 4와 같이 제품웨이퍼(W)와 더미웨이퍼(DW)를 웨이퍼 보트(30)에 옮겨 실어, 프로세

스 프로그램 3 및 프로세스 프로그램 6인 클리닝처리를 차례로 실행하게 된다. 이 경우, 클리닝처리인 프로세스 프로

그램 6을 실행하기 전에, 웨이퍼 보트(30)를 강하시켜 언로드하고, 웨이퍼(W)를 처리용기(28)내에서 꺼내고 있음은 

물론이다.

또한 마찬가지로, 작업식별기호로서 'J6'를 입력한 경우에는, 작업 레시피는 'L1→P1→L2→P3'을 내용으로 하기 때

문에, 우선, 도 6(A)에 나타낸 레이아웃 1과 같이 제품웨이퍼(W)와 더미웨이퍼(DW)를 웨이퍼 보트(30)에 옮겨 실어,

프로세스 프로그램 1을 실행한다. 다음에, 이 프로세스 프로그램 1의 실행이 완료하였으면, 웨이퍼 보트(30)를 언로

드하여 웨이퍼를 처리용기(28)내에서 꺼내고, 그리고, 같은 제품웨이퍼(W)를 이어서, 도 6(B)에 나타낸 레이아웃 2와

같이 바꿔 옮김에 따라 레이아웃을 바꾸고, 계속해서 프로세스 프로그램 2를 실행한다.

이상과 같이, 동일한 제품웨이퍼(W)에 대하여 다른 레이아웃으로 다른 프로세스도 실시할 수 있다.

이렇게, 본 발명에서는 조작자는, 단순히 1개의 작업 식별기호를 입력하는 것만으로, 원하는 작업 레시피를 1개, 혹은

복수 선택하여, 원하는 웨이퍼 레이아웃상태로 원하는 프로세스를 실시할 수 있다.

또한, 1개의 작업식별기호를 입력하는 것만으로, 종래 방법과 비교하여, 입력 오류의 발생도 억제할 수 있다.

한편, 본 실시예에서는 2중관 구조의 열처리장치를 예로 들어 설명하였지만, 배치식의 열처리장치라면 그 구조는 특

히 한정되지 않고, 단관구조의 열처리장치, 처리용기의 바닥부로부터 가스를 도입하여 천정부에서 배기하도록 하는 

구조로 한 열처리장치, 혹은 그 반대로, 처리용기의 천정부로부터 가스를 도입하여 바닥부로부터 배기하도록 하는 구

조로 한 열처리장치 등에도, 본 발명을 적용할 수가 있다. 또한, 종형의 열처리장치뿐만 아니라 횡형의 열처리장치에

도 적용할 수 있다.

또한, 피처리체로서는, 반도체 웨이퍼에 한정되지 않고, LCD기판, 유리기판 등에도 적용할 수가 있다.

이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 열처리장치 및 열처리방법에 의하면, 다음과 같이 뛰어난 작용효과를 발휘할 수가 

있다.

조작자가, 예를 들어 입력조작부에서 원하는 작업식별기호를 입력하는 것만으로, 이 작업식별기호로 특정되는 레이

아웃 프로그램과 프로세스 프로그램을 각각 레이아웃 기억부와 프로세스 기억부에서 읽어 내어, 이들을 작업 레시피

로 나타낸 시계열의 순서대로 차례로 실행하게 되고, 따라서, 작업 식별기호를 선택하는 것만으로 각종 레이아웃 프
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로그램과 프로세스 프로그램의 조합을 선택할 수 있고, 더구나, 입력 미스의 발생도 억제할 수가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
처리용기와,

처리용기내에 배치되어, 복수의 피처리체를 소정의 위치에 다단으로 얹어 놓는 피처리체 보트와,

상기 복수의 피처리체를 상기 피처리체 보트에 다른 레이아웃상태로 얹어 놓는 동시에, 각각이 특정의 레이아웃 식별

기호를 가진 복수의 레이아웃 프로그램을 포함하는 레이아웃 기억부와,

상기 피처리체에 다른 열처리를 실시하기 위해서, 각각 프로세스조건이 상이함과 동시에, 각각이 특정의 프로세스 식

별기호를 가진 복수의 프로세스 프로그램을 포함하는 프로세스 기억부와,

상기 복수의 레이아웃 프로그램의 각각에 대응하는 레이아웃 식별기호와 상기 복수의 프로세스 프로그램의 각각에 

대응하는 프로세스 식별기호 중에서 임의의 레이아웃 식별기호와 프로세스 식별기호를 선택하여, 이들을 실행하기 

위해 순서대로 시계열적으로 나열시키는 동시에, 각각이 특정의 작업식별기호를 가진 복수의 작업 레시피를 포함하는

작업 레시피 기억부와,

상기 작업식별기호가 외부로부터 입력됨으로써, 대응하는 작업 레시피를 통해 특정되는 상기 레이아웃 프로그램 및 

상기 프로세스 프로그램을 실행하도록 제어하는 제어유니트를 구비한 것을 특징으로 하는 열처리장치.

청구항 2.
제 1 항에 있어서, 상기 작업 레시피 기억부는, 1개 혹은 복수개의 프로세스 식별기호를 가진 작업 레시피를 포함하는

것을 특징으로 하는 열처리장치.

청구항 3.
제 1 항에 있어서, 상기 작업 레시피 기억부는, 1개 혹은 복수개의 레이아웃 식별기호를 가진 작업 레시피를 포함하는

것을 특징으로 하는 열처리장치.

청구항 4.
제 1 항에 있어서, 상기 처리용기는 하단이 개방된 종형의 처리용기인 것을 특징으로 하는 열처리장치.

청구항 5.
제 1 항에 있어서, 제어유니트에 작업 식별기호가 입력조작부에 의해 입력되는 것을 특징으로 하는 열처리장치.

청구항 6.
피처리체 보트에 지지된 피처리체를 처리용기내에 도입하여 소정의 열처리를 실시하는 열처리방법에 있어서,

서로 다른 레이아웃상태로 상기 피처리체를 얹어 놓는 동시에, 각각이 특정의 레이아웃 식별기호를 가진 복수의 레이

아웃 프로그램을 미리 레이아웃 기억부에 기억시키는 공정과,

열처리를 위한 프로세스조건이 각각 상이함과 동시에, 각각이 특정의 프로세스 식별기호를 가진 복수의 프로세스 프

로그램을 미리 프로세스 기억부에 기억시키는 공정과,

상기 복수의 레이아웃 프로그램의 각각에 대응하는 레이아웃 식별기호와 상기 복수의 프로세스 프로그램의 각각에 

대응하는 프로세스 식별기호 중에서 임의의 레이아웃 식별기호와 프로세스 식별기호를 선택하여, 이들을 실행하기 

위한 순서로 시계열적으로 나열시키는 동시에, 각각이 특정의 작업식별기호를 가진 복수의 작업 레시피를 미리 작업 

레시피 기억부에 기억시키는 공정과,

작업 식별기호를 외부로부터 입력시킴으로써, 대응하는 작업 레시피를 통해 특정되는 상기 레이아웃 프로그램에 기

초한 레이아웃상태로 피처리체를 피처리체 보트에 얹어 놓아 처리용기내에 도입하고, 또한 상기 작업 레시피를 통해 

특정되는 프로세스 프로그램에 기초한 프로세스조건으로 피처리체를 열처리하는 것을 특징으로 하는 열처리방법.
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